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Marking technique for applying label to e.g. electronic smart card, 
bank card, telephone card - involves engraving information on 
metallic contacts of card using laser beam (Frn) 
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The process for recording marks on the connector (11) of an 
electronic chip card includes engraving the markings within the 
thickness of the metal contacts (12), using a laser beam. A micro- 
module (10) is formed with the connector and the associated 
electronic chip. 

The laser used may be an Y AG laser, with the laser power being 
modulated in order to control and limit the engraving power. A 
beams scanning system is provided to form the required shape of 
markings using the laser engraving. 

ADVANTAGE - Photo-engraving provides secure identification 
of the bank of other card, which is not damaging to the circuit. (6pp 
Dwg.No.1/6) 
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(54! Procede de marquage d'une carte a puce. 



') Procede de marquage d'indications (20) sur 
un connecteur d'une carte dite a puce electro- 
nique, ledit connecteur presentant des contacts 
metalliques (12) d'epaisseur donnee. 

Sur I'invention, ledit procede comporte une 
etape consistant a graver avec un faisceau laser 
lesdites indications dans I'epaisseur des 
contacts rnetaliiques (12) du connecteur (11). 

Application au marquage des cartes a puce, 
cartes bancaires, telecartes, etc... 
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La presente invention concerne un proceed de 
marquage Vindications sur un connecteur d'une car- 
te dite a puce electronique, ledit connecteur presen- 
tant des contacts metalliques d'epaisseur donnee. 

L'invention trouve une application particuliere- 
ment avantageuse dans le marquage des cartes a 
puce electronique, cartes bancaires ou telecartes par 
exemple, notamment pour y inscrire un message de 
securite ou une identification du fabricant. 

D'une maniere generale, les cartes a puce 
comportent des micro-modules qui se presentent 
sous la forme d'une bande-support en resine epoxy 
portant, sur une face, le comoosant ^iprtrnninno 
(puce) proprement dit, et, sur une autre face, un 
connecteur electrique constitue par des contacts me- 
talliques le plus souvent en cuivre recouvert d'une 
couche de nickel et d'une couche d'or. Les micromo- 
dules sont loges dans des cavites amenagees dans 
I'epaisseur de la carte de maniere a laisser accessi- 
bles de I'exterieur lesdits contacts metalliques. 

Actueilement, les micromodules ne portent aucu- 
ne indication de quelque nature que ce soit, seule la 
raison sociale du fabricant apparait parfois sur la car- 
te elle-meme. En particulier sur le plan securite, I'ab- 
sence totale d'identification laisse la possibility d'in- 
terchanger le micromodule et le corps de la carte. 

Un certain nombre de methodes pourraient etre 
envisagees pour realiser un marquage d'indications 
sur le micromodule, et plus precisement sur le 

Le marquage par impression par exemple consis- 
tent a deposer des couches d'encre sur les elements 
metalliques du connecteur. Toutefois, ce procede po- 
serait deux problemes, a savoir, dune part, des 
contacts electriques degrades du fait que les encres 
ne sont generalement pas conductrices, et. d'autre 
part, une certaine sensibilite a I'usure presentee par 
les gravures en relief. 

La gravure mecanique serait incompatible avec 
un micromodule deja assemble a cause de la fragilite 
de la puce. De plus, il est quasi impossible d'imaginer 
une solution industrielle pour cette application. 

La photogravure par voie chimique ne permet 
pas de controler I'attaque en profondeur. or il est im- 
peratif de ne pas entamer trop profondement le reve- 
tement des contacts metalliques. 

Quant a I'estampage, il ne peut etre realise a un 
moment quelconque du processus de fabrication, ce 
qui donne peu de souplesse a cette technologie. 

Aussi, le probleme technique a resoudre parl'ob- 
jet de la presente invention est de proposer un proce- 
de de marquage d'indications sur un connecteur 
d'une carte dite a puce electronique, ledit connecteur 
presentant des contacts metalliques d'epaisseur don- 
nee, procede qui permettrait d'obtenir un marquage 
durable, sans degradation au cours du temps, qui 
n'introduirait aucune perturbation dans le contact 
electrique et qui ne serait pas traumatisant pour la 



puce electronique elle-meme, tout en restant d'une 
grande souplesse concernant notamment la place de 
I'operation de marquage dans le cycle de fabrication 
de la carte. 

5 La solution au probleme technique pose consiste, 

selon la presente invention, en ce que ledit procede 
comporte une etape consistant a graver avec un fais- 
ceau laser lesdites indications dans I'epaisseur des 
contacts electriques du connecteur. 

10 Ainsi, ('utilisation d'une gravure laser procure les 
avantages suivants : 

- le message constitue par des indications gra- 

- la finesse de la gravure evite d'alterer la fonc- 
15 tion des contacts metalliques. Le revetement 

n'est pas totalement retire pour eviter d'expo- 
ser les contacts a la corrosion. 

- if est possible d'inserer la gravure des indica- 
tions a n'importe quel stade de la fabrication : 

20 sur le film de resine epoxy avant la pose des 

puces, sur le f ilm avec puces assemblies, sur 
micro-modules decoupes ou encore sur les 
cartes elles-memes. 
Conformement a un mode de mise en oeuvre 
25 particulier du procede de marquage, objet de l'inven- 
tion, il est prevu que pour graver on utilise un laser du 
type YAG, emettant dans I'infrarouge a la longueur 
d'onde de 1 ,06 nin. Dans ce cas, on balaye ledit fais- 
ceau laser sur le connecteur selon une trajectoire per- 
30 mettantdedessiner lesdites indications a marquer. Le 
metal est pulverise sous I'effet thermique, la maitrise 
de la puissance du faisceau offrant la possibility de li- 
miter la profondeur de la gravure a une valeur tres fai- 
ble. Typiquement, la profondeur de la gravure sera re- 
35 duite de fagon a ne pas retirer la totalite du revetement 
des contacts metalliques. Cette configuration autori- 
se une tres grande souplesse de programmation du 
message, par exemple identification unitaire. 

Parmi les indications pouvant etre marquees sur 
40 la carte, on peut citer une marque ou la raison sociale 
du fabricant ou encore une identification destinee a 
eviter tout acte de falsification. Dans ce dernier cas, 
l'invention prevoit que : 

- on reconnait des indications d'identification 
45 memorisees dans ladite puce, 

- on marque sur le connecteur lesdites indica- 
tions d'identification, 

- on marque egalement sur la carte les indica- 
tions d'identification. 

so La description qui va suivre en regard des des- 
sins annexes, donnes a titre d'exemples non limitatifs, 
fera bien comprendre en quoi consiste l'invention et 
comment elle peut etre realisee. 

La figure 1 est une vue en coupe d un micromo- 
55 dule de carte a puce electronique. 

La figure 2 est une vue de dessus correspondant 
a la vue en coupe de la figure 1. 

La figure 3 est une vue schematique en perspec- 
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contacts metalliques (12) d'epaisseurdonnee carac- 
tense en ce que ledit precede comport* une etape 
consistant a graver avec un faisceau laser (30) lesdi 
tes indications dans I'epaisseur des contacts metalli- 
ques (12) du connecteur (11). 

2 - Precede selon la revendication 1, caracterise 
en ce que, prealablement a I'etape de gravure, on rea- 
ise un micromodule (10) comportant ledit connecteur 
(11) et la puce electronique (16) associee. 

3 - Procede selon I'une des revendications 1 ou 
2, caracterise en ce que pour graver on utilise un laser 
(L1) du type YAG. 

4 - Procede selon I'une des revendications 1 on 

en ce que pour graver on utilise un laser 
(L2) a excimere. 

5 - Procede selon Tune quelconque des revendi- 
cations 1 a 4, caracterise en ce que pour graver on ba- 
laye leditfaisceau laser (30) surle connecteur(1 1) se- 
lon une trajectoire permettant de dessiner lesdites in- 
dications (20) a marquer. 

6 - Procede selon I'une quelconque des revendi- 
cations 1 a 4, caracterise en ce que pour graver on 
orme sur le connecteur (11 ) avec ledit faisceau laser 
(30) une image d'un masque (50) perfore selon un 
dessin correspondant aux indications (20) a marquer ; 

7 - Procede selon I'une quelconque des revendi- 
cations 1 a 6, caracterise en ce que pour graver : 

- on utilise un dispositif susceptible d'emettre un 
faisceau laser de maniere continu, 

- on module ledit faiscear i ia se r •,<■;„' , 
puissance de gravure. 

8 - Procede selon la revendication 7, caracterise 
en ce que pour moduler on modif ie le rapport cydique 
de modulation af in de regler la puissance de gravure 

en fonction de I'epaisseur des contacts metalliques 3 < 
(12) du connecteur (11). 

9 - Procede selon I'une quelconque des revendi- 
cations 2 a 8, caracterise en ce que : 

- on fixe le micromodule (10) sur la carte (1) 
avant le marquage, puis 4Q 

- on marque lesdites indications (20) sur le 
connecteur (11) du micromodule (10); 

10 - Procede selon I'une quelconque des reven- 
dications 1 a 9, caracterise en ce que : 

- on reconnait des indications (20) d'identifica- 45 
tion mscrites dans ladite puce (16), 

- on marque sur le connecteur (11) lesdites indi- 
cations d'identification. 

11 - Procede selon la revendication 10 caracte- 
rise en ce qu'on marque egalemen' surla carte (1)les 50 
indications (20) d'identification. 



55 



4 



EP 0 589 732 A1 





EP 0 589 732 A1 




EP 0 589 732 A1 



Office curopcen 
des brevets 



RAPPORT DF. RECHERCHE EUROPEENNF, 



EP 93 40 2058 



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



6rs partie s pntmmlrs _ | co tictrnec 

FEINWERKTECHNIK + MESSTECHNIK 1 1,3,5,7 

vol. 96, no. 7-8 , Juillet 1988 , MUENCHEN | 8 

DE | 
Daaes 30R - tin 

TUMA 1 BESCHRIFTEN MIT LASERSTRAHLEN 1 
* page 308, figures 1,2 * 



FR-A-2 207 459 (IBM) 

* le document en entier ' 



1,6 



G06K19/077 
G06K1/12 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 1,6 
vol. 9, no. 77 (M-369) (1800) 6 Avril 1985 
& JP-A-59 207 246 (HITACHI) 

* abrege * 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 1,3,5,7, 
vol. 7, no. 141 (M-223)(1286) 21 Juin 1983 8 
& JP-A-58 053 444 (NIPPON DENKI) 

* abrege * j 



jDE-A-37 03 809 (WALTHER ET AL) 
* abreqe: figure 1 * 



jGB-A-1 147 531 (BOSCH) 

I* page 2, ligne 67 - ligne 77 ' 



GB-A-2 240 948 (SUNMAN) 
i * abrege, figures 1,2 * 



| 1,4,6 

jl,5,7 

I 11 



LA HAYE 

( AflGORIK 1)1 



3 Decembre 1993 



7 



